
































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20180235575A1 公开(公告)日 2018-08-23

申请号 US15/868637 申请日 2018-01-11

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 GU JIN HO
KWON SUNG DO
KIM SEONG JIN
PARK JOONG HYUN

发明人 GU, JIN HO
KWON, SUNG DO
KIM, SEONG JIN
PARK, JOONG HYUN

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4494 A61B8/4444 G01S7/521 G01S15/8915 A61B8/4483 B06B1/0622

优先权 1020170022835 2017-02-21 KR

外部链接 USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种多排超声波探头，其制造失败率可以降低。超声波探
头包括：压电层，被配置为产生超声波;声音层，设置在压电层的后侧;柔
性印刷电路板，设置在声音层的后侧;以及吸声层，被配置为吸收超声
波。由压电层产生并朝向超声波探头的后表面传播的超声波，吸声层设
置在柔性印刷电路板的后表面上。压电层包括切口，该切口构造成在高
度方向上分割压电层。声音层包括在从声音层的前侧延伸到声音层的后
侧的方向上延伸的漏斗，以划分声音层。
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